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(54) Stromsensor.

(57) Ein Stromsensor umfasst ein Gehause (7) aus Kunststoff,
einen Stromleiter (3) mit angeformten ersten und zweiten elektri-
schen Anschliissen (4, 5), durch die ein zu messender Strom zu-
und abgeflihrt wird, dritte elektrische Anschlisse (6), und einen
Halbleiterchip (1) mit wenigstens einem Magnetfeldsensor (2),
der empfindlich ist auf eine senkrecht zur Oberflache des Halb-
leiterchips (1) verlaufende Komponente des Magnetfeldes, das
von dem durch den Stromleiter (3) fliessenden Strom erzeugt
wird. Die ersten und zweiten elektrischen Anschlusse (4, 5) sind
an einer ersten Seite, die dritten elektrischen Anschlusse (6) an
einer gegenuberliegenden Seite des Gehauses (7) angeordnet.
Der Halbleiterchip (1) ist als Flipchip montiert. Der Halbleiterchip
(1) enthalt erste Bumps (8), die elektrische Verbindungen zu den
dritten Anschliissen (6) herstellen, und zweite Bumps (9), die
sich oberhalb des Stromleiters (3) befinden und elektrisch vom
Stromleiter (3) durch eine Isolationsschicht getrennt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stromsensor, insbesondere einen in einem IC-Gehause (IC = Integrated Circuit) ver-
packten Stromsensor, bei dem der Stromleiter durch das Gehause flihrt.

[0002] Stromsensoren gibt es in vielen Ausflihrungen und Varianten. Stromsensoren, die das vom Strom erzeugte Ma-
gnetfeld erfassen, in einem herkdmmlichen IC-Gehause verpackt sind und bei denen der Stromleiter, durch den der zu
messende Strom fliesst, durch das Gehause geflihrtist, sind beispielsweise bekannt aus EP 1 443 332, WO 2005 026 749,
WO 2006 130 393 und DE 10 2009 054 892. Solche Stromsensoren enthalten einen Stromleiter, der als ein Teil des
Leadframes ausgebildet ist, das fir die Montage und die Herstellung der elektrischen Anschlisse verwendet wird, und
einen auf dem Leadframe montierten Halbleiterchip, der mindestens einen Magnetfeldsensor und die fiir dessen Betrieb
und die Verarbeitung seines Ausgangssignals nétige Elektronik aufweist.

[0003] Weil der durch das Gehause geflihrte Stromleiter einen relativ kleinen Querschnitt hat und im Bereich der Magnet-
feldsensoren einen nochmals reduzierten Querschnitt aufweist, um dort die Stromdichte und damit das Magnetfeld lokal zu
erhéhen, fihrt die durch die Verlustleistung im Stromleiter entstehende Wérme zu einer Erwérmung des Stromsensors, die
unerwlinschte Driftschwankungen der Magnetfeldsensoren bewirkt. Der Stromleiter und die im Halbleiterchip integrierte
Elektronik missen elektrisch voneinander isoliert sein, wobei von der Isolation eine vorbestimmte Spannungsfestigkeit
verlangt wird, die typischerweise 2 bis 4 kV betragt.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Stromsensor flr relativ hohen Nennstrom und hohe Spannungs-
festigkeit zu entwickeln, der wenig Platz beansprucht und kostengiinstig herstellbar ist.

[0005] Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemass geldst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausge-
staltungen ergeben sich aus den abhéngigen Ansprlichen.

[0006] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung n&her erlautert.

Fig. 1 zeigt in Aufsicht ein erstes Ausflihrungsbeispiel eines erfindungsgemassen Stromsensors, und

Fig. 2 zeigt im Schnitt einen Halbleiterchip mit Bumps,

Fig. 3 zeigt in Aufsicht ein zweites Ausflihrungsbeispiel eines erfindungsgemassen Stromsensors,

Fig. 4,5 zeigen in Aufsicht und von unten ein drittes Ausflihrungsbeispiel eines erfindungsgeméssen Stromsensors,
Fig. 6,7 zeigen in Aufsicht weitere Ausflihrungsbeispiele von erfindungsgeméassen Stromsensoren, und

Fig. 8,9 zeigen im Schnitt weitere Ausflihrungsbeispiele von erfindungsgeméassen Stromsensoren.

[0007] Die Fig. 1 zeigt in Aufsicht einen erfindungsgeméssen Stromsensor. Der Stromsensor umfasst einen Halbleiter-
chip 1 mit wenigstens einem Magnetfeldsensor 2 und elektronischen Schaltkreisen fiir den Betrieb des wenigstens einen
Magnetfeldsensors 2 und die Verarbeitung des von dem mindestens einen Magnetfeldsensor 2 gelieferten Messsignals.
Der Stromsensor umfasst weiter einen flachen Stromleiter 3, dessen Enden als erste elektrische Anschllisse 4 und zweite
elektrische Anschlisse 5 ausgefiihrt sind, und dritte elektrische Anschlliisse 6. Die dritten elektrischen Anschllisse 6 die-
nen zur Versorgung der elektronischen Schaltkreise mit elektrischer Energie und fiir die Ausgabe eines Ausgangssignals.
Ihre Anzahl betragt mindestens drei, im Beispiel vier. Der Stromleiter 3 und der Halbleiterchip 1 sind in ein IC-Gehause
7 verpackt, wobei die elektrischen Anschllisse 4, 5 und 6 entweder als IC-Beinchen aus dem Gehause 7 herausragen
(z.B. bei einem SOIC-8- oder SOIC-16-Gehéause, SOIC steht fir Small Outline Integrated Circuit) oder an der Unterseite
und/oder Seitenwanden des Gehéuses 7 freiliegen (z.B. bei einem QFN-Gehause, QFN steht fiir Quad Flat No Leads). Der
Stromleiter 3 und die elektrischen Anschlisse 4, 5 und 6 sind Teile eines so genannten Leadframes, das fir die Herstellung
verwendet wurde. Die elektrischen Anschlisse 4 und 5 sind auf einer ersten Seite des Gehéuses 7, die elektrischen An-
schllisse 6 sind auf einer zweiten, der ersten gegenlberliegenden Seite des Gehauses 7 angeordnet. Der Halbleiterchip 1
ist als Flipchip montiert, d.h. seine aktive Oberseite, in die der mindestens eine Magnetfeldsensor 2 und die elektronischen
Schaltkreise integriert sind, ist dem Stromleiter 3 zugewandt, und so genannte erste «Bumps» 8 stellen die elektrischen
Verbindungen zwischen dem Halbleiterchip 1 und den elekirischen Anschllissen 6 her. Zwischen dem Stromleiter 3 und
dem Halbleiterchip 1 sind zuséatzlich zweite Bumps 9 angeordnet, die jedoch keine elektrische Verbindung zum Stromleiter
3 herstellen, sondern vom Stromleiter 3 durch wenigstens eine elektrische Isolationsschicht 10 getrennt sind, wie dies im
Detail in der Fig. 2 gezeigt ist.

[0008] Der Stromleiter 3 istim Wesentlichen U-férmig, wobei das U aus drei Abschnitten gebildet ist, ndmlich einem ersten
Abschnitt, der die ersten elektrischen Anschlisse 4 umfasst, einem zweiten langlichen Abschnitt mit parallelen Kanten 12
und einem dritten Abschnitt, der die zweiten elektrischen Anschlisse 5 umfasst. Bei dem in der Fig. 1 gezeigten Ausfih-
rungsbeispiel des erfindungsgemassen Stromsensors hat der Stromleiter 3 zwei erste elekirische Anschliisse 4 und zwei
zweite elektrische Anschllisse 5, die als Anschlussbeinchen aus dem Gehause 7 herausragen. Die aus dem Gehéause 7
herausragenden Enden der Anschlussbeinchen der ersten elektrischen Anschlisse 4 kénnen ihrerseits miteinander ver-
bunden sein, d.h. als so genannte fused leads ausgeflihrt sein, ebenso die aus dem Gehause 7 herausragenden Enden
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der Anschlussbeinchen der zweiten elektrischen Anschlisse 5. Bevorzugt sind zwei Magnetfeldsensoren 2 oder Cluster
von Magnetfeldsensoren vorgesehen, die beidseitig des mittleren Abschnitts im Bereich der Kanten 12 des Stromleiters
3 angeordnet sind. Da das Magnetfeld, das von dem durch den Stromleiter 3 fliessenden Strom erzeugt wird, am Ort der
beiden Magnetfeldsensoren 2 in entgegengesetzte Richtungen zeigt, werden die Ausgangssignale der beiden Magnetfeld-
sensoren 2 voneinander subtrahiert (Differenzschaltung). Auf diese Weise kann der Einfluss eines homogenen externen
Storfeldes eliminiert werden. Jeder Magnetfeldsensor 2 ist bevorzugt ein Hallelement oder ein Cluster von Hallelementen.

[0009] Bei der Herstellung des Stromsensors wird der Halbleiterchip 1 als Flipchip derart auf dem Leadframe platziert,
dass die ersten Bumps 8 auf elektrischen Anschlussflachen 13, so genannten Pads, des Halbleiterchips 1 aufliegen. Die
zweiten Bumps 9 liegen auf der Isolationsschicht 10 auf. Ihre Aufgabe ist, den Halbleiterchip 1 zu stlitzen, damit die
Oberseite des Halbleiterchips 1 parallel zur Oberflache des Stromleiters 3 ausgerichtet ist und dies auch wahrend des
Verpackens im Gehéuse 7 bleibt, das durch Vergiessen in einer Form erfolgt. Die Isolationsschicht 10 bewirkt, dass die
zweiten Bumps 9 und somit der Halbleiterchip 1 galvanisch vom Stromleiter 3 getrennt sind. Die ersten Bumps 8 befinden
sich oberhalb der Anschlussflachen 13 und stellen den elektrischen Kontakt zwischen den dritten Anschlissen 6 und
dem Halbleiterchip 1 her. Die zweiten Bumps 9 befinden sich oberhalb des Stromleiters 3, sind aber durch die elektrisch
isolierende Schicht 10 vom Stromleiter 3 getrennt.

[0010] Der erfindungsgemasse Stromsensor ist dahingehend ausgelegt, bei einem vorgegebenen Standard-IC-Gehause
einerseits eine hohe Spannungsfestigkeit und andererseits einen moglichst hohen Nennstrom zu erreichen. Die beiden
Ziele werden dadurch erreicht, dass die Uber dem Halbleiterchip 1 liegenden Enden der dritten elektrischen Anschlis-
se 6 im Wesentlichen entlang einer Linie 11 angeordnet sind, die parallel zu der benachbarten Kante 12 des mittleren
Abschnitts des Stromleiters 3 verlauft, so dass alle dritten elektrischen Anschllisse 6 annahernd im gleichen Abstand A
vom Stromleiter 3 entfernt sind. Der Abstand A ist so gross bemessen, dass die geforderte Spannungsfestigkeit gegeben
ist. Die Anordnung der dritten elektrischen Anschliisse 6 entlang der Linie 11 ermdglicht es, dass der Stromleiter 3 die
innerhalb des Gehauses 7 insgesamt zur Verfligung stehende Flache weitgehend ausflillen kann, ndmlich abgesehen von
Ausnehmungen und/oder Léchern im Stromleiter 3, die zur Vermeidung einer Delamination von Stromleiter 3 und Gehause
7 nétig sind. Mit anderen Worten, der Stromleiter 3 hat Uberall eine relativ grosse Breite, was seinen elektrischen Wider-
stand auf einen minimal mdglichen Wert reduziert und damit daflir sorgt, einerseits die Verlustleistung bei vorgegebenen
Gehauseabmessungen zu minimieren und andererseits die entstehende Warme effizient an die Umgebung abzuflihren.

[0011] Die ersten Bumps 8 und die zweiten Bumps 9 liegen in einem Abstand B auseinander. Sie sind bevorzugt in der
Nahe von einander entgegengesetzten Kanten des Halbleiterchips 1 angeordnet, so dass der Abstand B maximal ist. Der
Abstand B kann auch kleiner sein. Die Stltzfunktion der zweiten Bumps 9 ist Ublicherweise erflllt, wenn B > A ist, da
der Abstand A typischerweise wenigstens einen Viertel bis einen Drittel der Seitenlange des Halbleiterchips 1 betragt.
Vorzugsweise sind zwei zweite Bumps 9 vorhanden, es kann aber auch nur ein einziger zweiter Bump 9 vorgesehen sein,
der dann etwa auf der Mittelachse des Halbleiterchips 1 anzuordnen ist.

[0012] Die aktive Oberflache des Halbleiterchips 1 ist, mit Ausnahme der freiliegenden Anschlussflachen 13, mit einer Pas-
sivierungsschicht 14 bedeckt, die beispielsweise aus Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid besteht. Die Passivierungsschicht
14 ist elektrisch nicht leitend. Auf die Passivierungsschicht 14 ist eine weitere elektrisch nicht leitende Schicht 15 aufge-
bracht, deren Dicke so gross bemessen ist, dass die zwischen dem Stromleiter 3 und dem Halbleiterchip 1 geforderte
Spannungsfestigkeit erreicht wird. Als Material flr die Schicht 15 eignet sich insbesondere ein organisches Material. Ein
Beispiel fur ein bevorzugtes organisches Material ist Polyimid. Die Dicke der Schicht 15 liegt typischerweise in einem
Bereich von 10-20 pym, sie kann aber auch hohere Werte von 30 oder sogar 40 pm erreichen. Die Passivierungsschicht
14 und die Schicht 15 bilden zusammen die Isolationsschicht 10.

[0013] Der Stromleiter 3 hat einen elektrischen Widerstand, weshalb der durch den Stromleiter 3 fliessende Strom Warme
erzeugt, die an die Umgebung abgeflihrt werden muss. Um die von dem maximal zugelassenen Strom erzeugte Warme
zu minimieren, ist der Stromleiter 3 auf seiner ganzen Lange so breit als mdglich auszufiihren. Andererseits ist die Breite
des Stromleiters 3 im Bereich des wenigstens einen Magnetfeldsensors 2 méglichst schmal auszufiihren, um das von dem
durch den Stromleiter 3 fliessenden Strom erzeugte Magnetfeld zu maximieren. Die Dicke des Stromleiters 3 ist einheitlich,
weil sie durch die Dicke des Leadframes vorgegeben ist. Die Geometrie der Anschlussbeinchen, d.h. hier insbesondere
ihre Breite W4, ist durch Normen vorgegeben. Die Breite des Stromleiters 3 ist mit Vorteil Uberall breiter als die vorgegebene
Breite W, der Anschlussbeinchen. Der Stromleiter 3 kann bei Bedarf mit zusatzlichen Léchern oder Schlitzen ausgebildet
werden, um eine Delamination von Geh&ause 7 auszuschliessen.

[0014] Zur Erhéhung der mechanischen Stabilitat ist der Stromleiter 3 fakultativ mit Fortsatzen 16 ausgebildet, die ur-
spriinglich mit dem Rahmen des Leadframes verbunden sind, am Ende des Produktionsprozesses jedoch zusammen
mit den elektrischen Anschliissen 4, 5 und 6 vom Rahmen des Leadframes abgetrennt werden. Die Fortsatze 16 liegen
daher am Rand des Gehéauses 7 frei. Im Beispiel sind zwei Fortsatze 16 vorgesehen, die in der Verlangerung des mittleren
Abschnitts des Stromleiters 3 angeordnet sind.

[0015] Die Fig. 2 zeigt in nicht massstéblicher Darstellung im Schnitt den Halbleiterchip 1 mit einem ersten Bump 8 und
einem zweiten Bump 9. Die Passivierungsschicht 14 und die weitere elektrisch nicht leitende Schicht 15, die zusammen
die Isolationsschicht 10 bilden, bedecken die aktive Oberflache des Halbleiterchips 1 mit Ausnahme derjenigen Stellen,
wo die ersten Bumps 8 die elekirischen Anschlussflachen 13 des Halbleiterchips 1 kontaktieren sollen. Die Bumps 8 und
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9 sind in einer Standardtechnologie gefertigt, sie umfassen beispielsweise eine Metallschicht 17 (engl. metal via genannt),
eine Kupferschicht 18 und eine Lotschicht 19. Die Bumps 8 und 9 kénnen auch aus anderen Materialien hergestellt wer-
den. Die Metallschicht 17 kann auch eine Schichtfolge aus zwei oder mehr Materialien sein, damit die Metallschicht 17
einerseits gut haftet und andererseits als Seedlayer fir das galvanische Auftragen der Kupferschicht 18 dienen kann.
Bei den ersten Bumps 8 stellt die Metallschicht 17 die elekirische Verbindung zur elektrischen Anschlussflache 13 auf
dem Halbleiterchip 1 her, wahrend bei den zweiten Bumps 9 die Isolationsschicht 10 eine elektrische Verbindung zum
Halbleiterchip 1 verhindert.

[0016] Vorteilhafterweise befinden sich zwischen der Oberflache des Bulk-Materials des Halbleiterchips 1 und dem zwei-
ten Bumps 9 keine elektrisch leitenden Strukturen aus einer fiir die Herstellung der elektrischen Verbindungen vorhande-
nen Metallisierungsschicht wie zum Beispiel die Metallisierungsschicht der Anschlussflache 13.

[0017] Die Fig. 3 zeigt in Aufsicht ein zweites Ausflihrungsbeispiel eines erfindungsgeméassen Stromsensors, der ausge-
legt ist fir ein SOIC-16-Gehéause. Bei diesen beiden Ausflihrungsbeispielen weist der Stromleiter 3 zwei Fortsatze auf,
oberhalb derer die zweiten Bumps 9 angeordnet sind. Diese Fortsatze ermdglichen es, einerseits die ersten Bumps 8 und
zweiten Bumps 9 je nahe einer Kante des Halbleiterchips 1 anzuordnen und andererseits den Halbleiterchip in Bezug auf
die Langsachse des Stromleiters 3 in seinem mittleren Abschnitt annahernd symmetrisch anzuordnen. Zusammen mit
dem relativ breit ausgefiihrten mittleren Abschnitt des Stromleiters 3 fihrt dies dazu, dass der Stromleiter 3 in Bezug auf
den Halbleiterchip 1 eine relativ grossflachige Warmequelle ist, so dass im Bereich der Magnetfeldsensoren 2 und der flr
den Betrieb der Magnetfeldsensoren 2 nétigen analogen elektronischen Schaltkreise kein Temperaturgradient entsteht.

[0018] Die Fig. 4 zeigt in Aufsicht ein drittes Ausfiihrungsbeispiel eines erfindungsgeméssen Stromsensors, der ausgelegt
und optimiert ist fir ein QFN-Gehé&use, die Fig. 5 zeigt den Stromsensor von unten, d.h. seine Unterseite. Das Leadframe
enthélt erste Bereiche 20 mit seiner Nominaldicke und zweite Bereiche 21 mit reduzierter Dicke. Die ersten Bereiche 20
liegen an der Unterseite des Gehauses 7 frei, die zweiten Bereiche 21 befinden sich im Inneren des Geh&uses 7. Die
ersten Bereiche 20 entsprechen den Anschliissen des Stromsensors, Uber die der Stromsensor mit einer Leiterplatte
verbunden wird. Zur Erhéhung der mechanischen Stabilitat ist der Stromleiter 3 auch bei diesem Ausfiihrungsbeispiel mit
Vorteil mit den Fortsatzen 16 ausgebildet, die urspriinglich mit dem Rahmen des Leadframes verbunden sind, am Ende
des Produktionsprozesses jedoch zusammen mit den elektrischen Anschliissen 4, 5 und 6 vom Rahmen des Leadframes
abgetrennt werden. Die Fortsatze 16 liegen am Rand des Gehéauses 7 frei. Bei diesem Ausfihrungsbeispiel sind in der
Verlangerung des mittleren Abschnitts des Stromleiters 3 auf beiden Seiten je zwei Fortsatze 16 vorgesehen.

[0019] Die Fig. 6 zeigt eine Variante des Stromsensors des zweiten Ausflihrungsbeispiels, bei dem der mittlere Abschnitt
des Stromleiters 3 im Bereich der beiden Magnetfeldsensoren 2 verschmalert und der Abstand zwischen den beiden Ma-
gnetfeldsensoren verkleinert 2 ist. Die Fig. 7 zeigt eine weitere Variante des Stromsensors des zweiten Ausfiihrungsbei-
spiels, bei dem der mittlere Abschnitt des Stromleiters 3 im Bereich der beiden Magnetfeldsensoren 2 durch zwei Schlitze
22 «S-formig» ausgebildet ist. Die Schlitze 22 sind so angeordnet, dass der Stromleiter 3 im Bereich der beiden Magnet-
feldsensoren 2 verschmélert ist und die Magnetfeldsensoren 2 U-férmig umschliesst. Bei diesen beiden Varianten wird
gegenilber dem in der Fig. 4 gezeigten Stromsensor eine Erhéhung der Empfindlichkeit zu Lasten eines tieferen Nenn-
stroms erreicht.

[0020] Die Fig. 8 zeigt im Querschnitt, allerdings nicht massstablich, eine Ausflihrung eines erfindungsgemassen Strom-
sensors, bei der der Stromleiter 3 auf drei Seiten vollstandig und auf der dem Halbleiterchip 1 gegenlberliegenden Seite
nur in Randbereichen mit einer ferromagnetischen Schicht 23 bedeckt ist. Die ferromagnetische Schicht 23 erstreckt sich
so weit, dass sie die Magnetfeldsensoren 2 Uberdeckt. Die Dicke dieser Schicht 23 betragt etwa 50 bis 100 ym, oder
auch mehr. Sie stellt ein magnetisches Joch dar, das das von dem durch den Stromleiter 3 fliessenden Strom erzeugte
Magnetfeld am Ort der Magnetfeldsensoren 2 verstarkt. Die Schicht 23 wird beispielsweise durch Electroplating auf den
Stromleiter 3 aufgebracht.

[0021] Die Fig. 9 zeigt im Querschnitt, allerdings nicht massstablich, eine Ausflihrung eines erfindungsgemassen Strom-
sensors, bei der auf der Rickseite des Halbleiterchips 1 eine ferromagnetische Schicht 24 aufgebracht ist. Die ferroma-
gnetische Schicht 24 senkt einerseits den magnetischen Widerstand flir das vom Stromleiter 3 erzeugte Magnetfeld und
verstérkt dieses. Zudem wirkt sie als Abschirmung fur ussere Magnetfelder, die parallel zu der vom Halbleiterchip 1 auf-
gespannten Ebene verlaufen.

[0022] Die Ausfiihrungsbeispiele der Fig. 8 und Fig. 9 kdnnen auch kombiniert werden, so dass beide Schichten 23 und
24 vorhanden sind.

[0023] Die erfindungsgemasse Ausgestaltung der Stromsensoren erflllt beispielsweise die Anforderungen der Norm UL
60950-1.

Patentanspriiche

1. Stromsensor, umfassend
ein Gehause (7) aus Kunststoff,
einen Stromleiter (3) mit angeformten ersten und zweiten elektrischen Anschlissen (4, 5), durch die ein zu messender
Strom zu- und abfihrbar ist,
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dritte elektrische Anschlisse (6),

einen Halbleiterchip (1) mit einer Oberflache mit wenigstens einem Magnetfeldsensor (2), der empfindlich ist auf eine
senkrecht zur Oberflache des Halbleiterchips (1) verlaufende Komponente des Magnetfeldes, das von dem durch den
Stromleiter (3) fliessenden Strom erzeugt wird,

wobei die ersten und zweiten elektrischen Anschlisse (4, 5) an einer ersten Seite des Gehauses (7) und die dritten
elektrischen Anschllisse (6) an einer der ersten Seite gegenliberliegenden Seite des Gehauses (7) angeordnet sind,
wobei die genannte Oberflache des Halbleiterchips (1) dem Stromleiter (3) zugewandt und elektrische Anschlussfla-
chen (13) des Halbleiterchips (1) Uber erste Bumps (8) mit den dritten elektrischen Anschliissen (6) verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiterchip (1) zweite Bumps (9) aufweist, die sich oberhalb des Stromleiters
(3) befinden und elektrisch vom Stromleiter (3) durch eine Isolationsschicht (10) getrennt sind.

Stromsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Uber dem Halbleiterchip (1) liegenden Enden der
dritten elektrischen Anschliisse (6) im Wesentlichen entlang einer Linie (11) angeordnet sind und dass eine benach-
barte Kante (12) des Stromleiters (3) parallel zur Linie (11) verlauft, so dass alle dritten elektrischen Anschllisse (6)
annahernd im gleichen Abstand (A) vom Stromleiter (3) entfernt sind.

Stromsensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stromleiter (3) wenigstens zwei Fortsatze
(16) aufweist, die sich bis an den Rand des Gehauses (7) erstrecken und dort freiliegen.

Stromsensor nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Isolationsschicht (10) eine Schicht
aus organischem Material aufweist.

Stromsensor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das organische Material Polyimid ist.

Stromsensor nach einem der Anspriiche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Oberflache des Bulk-
Materials des Halbleiterchips (1) und den zweiten Bumps (9) keine elektrisch leitenden Strukturen aus einer flr die
Herstellung von elektrischen Verbindungen vorhandenen Metallisierungsschicht vorhanden sind.

Stromsensor nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stromleiter (3) auf drei Seiten
vollsténdig und auf der dem Halbleiterchip (1) gegeniberliegenden Seite in Randbereichen mit einer ferromagneti-
schen Schicht (23) bedeckt ist.

Stromsensor nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiterchip (1) auf der dem
Stromleiter (3) abgewandten Seite mit einer ferromagnetischen Schicht (24) bedeckt ist.

Stromsensor nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause (7) ein QFN-Gehause
ist und dass an der Unterseite des QFN-Gehauses nur die elektrischen Anschlisse des Stromsensors freiliegen.

Stromsensor nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Magnetfeldsensoren (2) oder
zwei Cluster von Magnetfeldsensoren (2) vorhanden sind, die im Bereich eines mittleren Abschnitts des Stromleiters
(3) bei verschiedenen Kanten des Stromleiters (3) angeordnet sind, wo das Magnetfeld, das von dem durch den
Stromleiter (3) fliessenden Strom erzeugt wird, am Ort der beiden Magnetfeldsensoren (2) bzw. Cluster in entgegen-
gesetzte Richtungen zeigt.
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